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บทที ่4  

ผลของการวจิัย 

จากผลของการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) และทําการเลือกหัวขอประเด็น

การพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยลดของเสียดานวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต   

ซึ่งไดมีการทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสาเหตุ รวมไปถึงจุดเสี่ยงที่เปนตนเหตุของการ

เกดิการสูญเสียตางๆ ทําใหเขาใจถึงปญหาและสามารถระบุประเด็นที่จะทําการพัฒนาได โดยใน

กรณีศึกษานี้ไดมีการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Index; KPI) ก็คือ การลดการทิ้งของ

วัตถุดิบ lead frame ในกระบวนการ Die Bond ซึ่งเปนการสูญเสียตนทุนอันดับตนๆ ของการ

สูญเสียเนื่องมาจากวัตถุดิบ 

4.1 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบและการดําเนินการปรับปรงุ 

จากการศึกษาถึงกระบวนการใชวัตถุดิบที่จะทําใหเกิดการสูญเสีย และไดทําการ

วิเคราะหถึงสาเหตุตางๆ จนไดปจจัยที่จะสงผลกระทบตอการทิ้ง Lead frame ในกระบวนการผลิต 

Die Bond ซึ่งมีอยู 4 ปจจัยหลักๆ และ 2 แนวทางการปรับปรุง ดังนี้คือ   
4.1.1 ปจจัยที ่1 วิธีการ setup ใช Lead frame จํานวนมาก  

                    วิธีการตั้งคาเครื่องจักรในปจจบุัน มีการตั้งคาโดย คํานึงถึงตัวแปรทีม่ีผลตอคุณภาพ

งาน ไดแก คาความเยื้องในแนว X-Y (X-Y Dislocation) และคาการกระจายตัวของกาวประสาน 

(AG Paste distribution)  

คาความเยื้องในแนว X-Y (X-Y Dislocation) มีขอกําหนดตองไมเกนิ 100 ไมครอน 

(Specification < 100 um) และมีคาการควบคุมนอยกวาหรือเทากับ 80 ไมครอน (Control < 80 

um) โดยมีวิธกีารวัดคาดงัแสดงในภาพที ่4.1 
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ภาพที ่4.1 

การวัดคาความเยื้องในแนว X-Y 

 

คาการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste distribution) มีการควบคุม

คุณลักษณะ คือ ตองมีกาวประสาน (AG Paste) ออกมาดานขางชิพ (chip) ไมนอยกวา 3 ใน 4 

ดาน ดังแสดงในภาพที่ 4.2 

 

 
  

ภาพที ่4.2 

ตัวอยางงานดแีละเสียจากคุณลักษณะการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste) 

 

จากการวิเคราะหข้ันตอนการตั้งคาเครื่องจักรพบวา วิธีการต้ังคาเครื่องจักรแบบเดิม

นั้นใช มีขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการใช lead frame คือ การตั้งคาตําแหนงของการหยอดกาว

ประสาน (AG Paste) การปรับการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste) และการปรับการวาง

ชิพ ในแนวแกน X และแกน Y โดยการตั้งคาแตละครั้งใช lead frame เต็มทุกตําแหนงใน lead 

frame ทําใหสิ้นเปลือง จึงทําการปรับปรุงวิธีการโดยการลดจํานวนคอลัมน ในการต้ังคาลง คือ  
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- การหยอดกาวประสาน (AG paste) ลงมาที่ตําแหนงวางชิพ เพื่อดูตําแหนง ลดลง

จากครั้งละ 1 Lead Frame เหลือครั้งละจํานวน 1 คอลัมน (1 Lead Frame มี 8 column) 

- การหยอดกาวประสาน  และการวางชิพดํา (Bond Ink Chip) จากเดิมหยอดครั้งละ 

1 Lead frame ลดเหลือจํานวน 1 คอลัมน โดยใช Lead frame เดิมที่มี Die Pad วางที่เหลือใน 

Lead frame หรือกรณีไมมี die pad วางใหใช Lead Frame ใหมได  

- ปรับตําแหนงการวาง Chip ในแนวแกน +/- X หรือแกน +/- Y โดยใชคาที่ไดจาก

การวัดมาอางอิง เชน วัดคาได X = +20 ไมครอน ใหปรับไปทางดาน X = -20 ไมครอน  

  ผลจากการปรับปรุงวิธีการดังที่กลาวมาขางตน ทําใหไดผังการไหลของกระบวนการ

จากแบบปจจุบันดังภาพที่ 4.3 เปนแบบปรับปรุงดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที ่4.3 

แผนผังขั้นตอนการตัง้คาเครื่องจักร Die Bond กอนทาํการปรับปรุง 

ปรับตําแหนงการBond AG Paste ใน
แนว  แกน +/- X  หรือแกน +/- Y
โดยใชการประมาณใหอยูตรงกลาง

Feed Lead frame เขาเครื่อง Die Bond

Bond AG paste ลงมาท่ี Die Pad
เพ่ือดูตําแหนง จํานวน 1 L/F

Bond AG Paste 1 L/F และ Bond Ink Chip
ไปท่ี Die Pad

ตรวจสอบตําแหนงดวสาย
ตาผานกลองไมโครสโคป

ปรับตําแหนงการวาง Chip 
ในแนวแกน +/- X  หรือแกน +/- Y
โดยใชการประมาณดวยสายตา
ให Chip อยูตรงกลาง Die Pad

วัดคาความเยื้องในแนว X-Y ดวยกลอง measuring scope
(Spec < 100 um, Control < 80 )

ปรับเพ่ิม/ลด แรงดันลม

Bond AG Paste 1 L/F 
และ Bond Ink Chip
ไปท่ี Die Pad 1 LF

วัดคาความเยื้องในแนว X-Y จํานวน 2 column
(column 1 กับ 8) ดวยกลองmeasuring scope

(Spec < 100 um, Control < 80 )

Bond AG Paste 
และ Bond Chip จํานวน 1 LF

ไปท่ี Die Pad

Mass Production

ผาน
ไมผาน

ตรวจสอบการกระจายตัวของ
 AG Paste ดวยสายตาผาน

กลองไมโครสโคป

ผาน

ไมผาน

ตรวจสอบตําแหนง Chip
ดวยสายตาผานกลองไม
โครสโคป

ผาน

ไมผาน

คาการเยื้อง X-Y อยูใน 
control หรือไม

ใช

ไมผาน

คาการเยื้อง X-Y อยูใน 
control หรือไม

ใช
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ภาพที ่4.4 

แผนผังขั้นตอนในการตั้งคาเครื่องจักร Die Bond หลังปรับปรุง 

ตรวจสอบการกระจายตัวของ
 AG Paste ดวยสายตาผาน

กลองไมโครสโคป

ผาน

ไมผาน

Feed Lead frame เขาเครื่อง Die Bond

Bond AG paste ลงมาท่ี Die Pad
เพ่ือดูตําแหนง จํานวน 1 column 
จากท้ังหมด 8 column/LF

ตรวจสอบตําแหนง AG Paste 
column ลาสุด ดวยสายตาผาน

กลองไมโครสโคป

ปรับตําแหนงการBond AG Paste 
ในแนว  แกน +/- X  หรือแกน +/- Y
โดยใชการประมาณใหอยูตรงกลาง

ไมผาน

Bond AG Paste  และ
 Bond Ink Chip จํานวน 1 column ไปท่ี Die Pad ท่ีเหลือใน 

Lead frame หรือกรณีไมมี die pad วางใหใช LF ใหม

Feed Lead frame ผานออกจากเครื่อง

วัดคาความเยื้องในแนว X-Y
(X-Y Dislocation) ดวยกลอง 
measuring scope 1 column

(Spec < 100 um, Control < 80 )

ปรับตําแหนงการวาง Chip 
ในแนวแกน +/- X  หรือแกน +/- Y
โดยใชกคาท่ีไดจากการวัดมาอางอิง
(เชน วัดคาได +X ใหปรับ -X)

คาการเยื้อง X-Y อยูใน 
control หรือไม

ใช

ไมผาน

Bond AG Paste 
และ Bond Ink Chip จํานวน 1 L/F

ไปท่ี Die Pad

Feed Lead frame ผานออกจากเครื่อง

วัดคาความเยื้องในแนว X-Y
(X-Y Dislocation) ดวยกลอง 

measuring scope 2 column(column 1 กับ 8)
(Spec < 100 um, Control < 80 )

Feed Lead frame เดิมเขาสูเครื่อง
(ถา LF เดิมไมมี Die Pad วางใหใช LF 

ใหม)

Mass Production

คาการเยื้อง X-Y อยูใน 
control หรือไม

ใช

ไมผาน
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4.1.2 ปจจัยที ่2 Lead Frame ใชต้ังคาไดครั้งเดียว, ปจจัยที่ 3 วิธีการต้ังคาใช 
Lead Frame แลวตองทิ้ง และปจจยัที่ 4 การใช LF จริงในการตัง้คาเครื่องจกัร 

เนื่องจากปจจุบันไดมีการใชวัตถุดิบที่เปน Lead Frame จริง ในการตั้งคาการใชงาน

ของเครื่องจักรทําใหเมื่อใชงานเสร็จแลวตองทิ้ง lead frame และ lead frame สามารถใชตั้งคาได

คร้ังเดียว สงผลใหสูญเสีย lead frame ซึ่งมีตนทุนคอนขางสูง เพื่อแกปญหาทั้งสามปจจัยนี้ จึงได

ทําการทดลองเพื่อหา วัสดุทดแทน lead frame โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ทําการคนหาขอมูลและเปรียบเทียบดานวัสดุทดแทนที่เปนไปได โดยมีขอจํากัด

คือ ตองมีราคาที่ถูกกวา Lead frame ที่ใชในปจจุบัน และตองทดแทนแลวไมสงผลกระทบตอ

คุณภาพของผลิตภัณฑ ทําการหาวัสดุทดแทนซึ่งมีทางเลือกที่ไดดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 

แสดงทางเลือกในการหาวัสดุทดแทน 

วัสดุ ราคา/หนวย
(บาท)  
 

 ตนทุนตอหนวย
เทียบตอการใช
งานที่ 10,000 ครั้ง 

การใชงาน / การ
ดําเนินการ 

1. lead frame จริง 62 

 

62 ใชแลวทิ้งทนัท ี/สามารถเบกิ

จากสโตรได 

2. Lead frame จริง

เคลือบพลาสติกใส 

0.125 mm 

63 

 

6.3 

(ประเมินการใชงาน 

10 คร้ัง/LF) 

สามารถใชงานไดไมต่ํากวา

10 คร้ัง /นํา lead frame มา

เคลือบพลาสติกใสใสชนิด

บาง 0.125 mm  

3. สั่งทํา Lead frame 

Dummy แบบไมชุบ 

(1-5000)  120 

(>5000)   30 

75 ใชแลวทิ้งทนัท ี/ ส่ังซื้อโดยมี

ขั้นต่ําครั้ง แรก 5000 LF 

 

พลาสติกเคลือบ 125 micron ขาด  A4  1 pack 100 แผน ราคา 499 บาท เฉลี่ย 5 

บาท/แผน  แผนเคลือบ 1 แผน ใชเคลือบ lead frame ได 5 LF ดังนั้น เฉลี่ย 1 LF ใชแผนเคลือบ 1 

บาท 

จากตารางเปรียบเทียบวัสดุทดแทน พบวา การนํา Lead frame จริงมาเคลือบ

พลาสติกใสเปนทางเลือกที่ มีตนทุนตอหนวยที่ต่ําที่สุดเมื่อเทียบตอการใชงาน จึงเลือกการนํา 

Lead frame จริงเคลือบพลาสติกใส 0.125 mm  
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(2) ดําเนนิการนํา lead frame จริงมาเคลือบพลาสติกใสหนา 0.125 mm. 

(2.1) ตัดแผนพลาสติกใสขนาด กวาง 62 mm ยาว 220 mm.    

 

           
            

 (2.2) ทากาวทีแ่ผนพลาสตกิใส 

 

 
 

(2.3) ติดแผนพลาสติกใสที่ lead frame โดยใหขอบของแผนพลาสตกิใส อยูใน

แนวขอบของ Outer Lead ตัวนอกสุด ทัง้บนและลาง ดงัรูป สวนบริเวณรูดานนอกตองเวนไวเพื่อ

สําหรับเครื่องจักรใชเปน Guide Pin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 mm 

62 

mm 
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(2.4) นํา Lead Frame ไปเคลือบดวยเครื่องเคลือบพลาสติก  

 

                    
 

(2.5) นําไปจัดเก็บใน lead frame magazine พรอมสําหรับนําไปใชงาน 

 

   
 

(3) การนาํกลบัมาใชใหมโดยวิธทีําความสะอาดหลงัใชงานเสร็จ 

(3.1) ใช Tweezers หยิบ Chip ออกใหหมด 
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 (3.2) นําผา Wiper ชุบ Alcohol  เช็ด AG paste  ออกใหหมด 

 

                            
 

(3.3) ตรวจสอบดวยสายตาผานกลองไมโครสโคป 20x วามีเนื้อ Die bond paste 

ติดอยูหรือไม 

 

                             
 

(3.4) นําไปเกบ็ยังที่จัดเก็บ พรอมสําหรับการใชงาน 
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(4) ทดสอบหาอายุการใชงาน (จํานวนครั้งที่สามารถใชงานได) โดยมีขั้นตอนการ

ทดสอบหาอายุการใชงาน Lead frame ทดสอบดังภาพที่ 4.5 

 

นํา lead frame ท่ีเคลือบพลาสติกแลว
ไป Auto run

ตรวจสอบสภาพ lead frame
ดวยสายตาผานกลองไมโครสโคปกําลัง

ขยาย 20 เทา

บันทึกจํานวนครั้งท่ีผานการใชงาน

หวัขอในการตรวจสอบ
1.ตรวจสอบรู guide pin มีการ
เยินหรือไม
2.ตรวจสอบแผนเคลือบมีรอย
ฉีกขาด หรือหลุดลอกหรือไม
3.ตรวจสอบสภาพขอบของ 
lead frame มีการบิดงอหรอไม

ทําความสะอาด lead frame

Lead frame มี
สภาพท่ีใชงานได
หรือไม

ใช

ไม

หยุดการทดสอบ

 
 

ภาพที ่4.5 

แสดงขั้นตอนการทดสอบหาอายกุารใชงาน Lead frame 
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ตารางที่ 4.2 

ผลการทดสอบหาอายุการใชงาน Lead frame เคลือบฟลม 
 

  ครั้งที่ใชงาน 
Sample 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 O O O O O O O O O O O O O O O 
2 O O O O O O O O O O O O O O O 
3 O O O O O O O O O O O O O O O 
4 O O O O O O O O O O O O O O O 
5 O O O O O O O O O O O O O O O 
6 O O O O O O O O O O O O O O O 
7 O O O O O O O O O O O O O O O 
8 O O O O O O O O O O O O O O O 
9 O O O O O O O O O O O O O O O 

10 O O O O O O O O O O O O O O O 
11 O O O O O O O O O O O O O O O 
12 O O O O O O O O O O O O O O O 
13 O O O O O O O O O O O O O O O 
14 O O O O O O O O O O O O O O O 
15 O O O O O O O O O O O O O O O 
16 O O O O O O O O O O O O O O O 
17 O O O O O O O O O O O O O O O 
18 O O O O O O O O O O O O O O O 
19 O O O O O O O O O O O O O O O 
20 O O O O O O O O O O O O O O O 

  ครั้งที่ใชงาน 
Sample 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total สาเหตทุี่เสีย 

1 O O O O X           20 รู guide pin มีการเยิน 
2 O O X               18 รู guide pin มีการเยิน 
3 O X                 17 รู guide pin มีการเยิน 
4 O O O O O O X       22 รู guide pin มีการเยิน 
5 O O O O X           20 รู guide pin มีการเยิน 
6 O O O O X           20 รู guide pin มีการเยิน 
7 O O O X             19 รู guide pin มีการเยิน 
8 O O O O O O X       22 รู guide pin มีการเยิน 
9 O O O O O O O O X   24 รู guide pin มีการเยิน 

10 O O O O O X         21 รู guide pin มีการเยิน 
11 O O O X             19 รู guide pin มีการเยิน 
12 O X                 17 รู guide pin มีการเยิน 
13 O O O X             19 รู guide pin มีการเยิน 
14 O O O O X           20 รู guide pin มีการเยิน 
15 O O O O O X         21 รู guide pin มีการเยิน 
16 O O O O X           20 รู guide pin มีการเยิน 
17 O O O O O O O X     23 รู guide pin มีการเยิน 
18 O O X               18 รู guide pin มีการเยิน 
19 O O O O O X         21 รู guide pin มีการเยิน 
20 O O O O O O O O X   24 รู guide pin มีการเยิน 
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ภาพที ่4.6 

แสดงผลการคํานวณ T-Test หาอายกุารใชงาน Lead frame 

 

 

ภาพที ่4.7 

แสดงฮิสโตแกรมของจํานวนครั้งการใชงาน Lead frame 

จากผลการตรวจสอบ Lead frame ในตารางที่ 4.1 นําหลักการการคํานวณเชิงสถิติ

เพื่อหาระยะเวลาการใชงาน โดยการทดสอบทางสถิติคร้ังนี้ไดใชการทดสอบแบบ T-Test และใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรมาชวยคํานวณ ซึ่งผลที่ไดคือ Lead frame จะเริ่มเสียหายที่ 

Lead frame ที่ 18.939 ถึง 21.561 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซนต ดังภาพที่ 4.6 และภาพที่ 

4.7 ดังนั้น อายุการใชงานของ lead frame ที่ยังไมเกิดความเสียหายเทากับ 18 คร้ังที่ระดับความ

เชื่อมั่น 99 เปอรเซนต จึงกําหนดจํานวนครั้งในการใชงานซ้ําคือ 18 คร้ัง 
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4.1.3 ทดลองนําการปรับปรุงทัง้ 2 ดาน ไปทดสอบใชงาน 
                    เปนการทดลองนาํวิธกีารการปรับปรุงทั้ง 2 ดาน คือ วิธกีารตั้งคาเครือ่งจักร และการ

ใช Lead frame เคลือบพลาสติกใสแทน Lead frame จริง ไปทดสอบใชงาน โดยวิเคราะหผลใน

ดานคุณภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งมีตวัแปรที่สําคัญคือ  

(1) การตรวจสอบการกระจายตวัของกาวประสาน (AG Paste)   มีการควบคุม

คุณลักษณะ คือ ตองมีกาวประสาน (AG Paste) ออกมาดานขาง chip ไมนอยกวา 3 ใน 4 ดาน 

ซึ่งผลที่ไดจะเปนขอมูลแบบ attribute การตรวจสอบจะใชการตรวจผานกลองไมโครสโคปที่

กําลังขยาย 20 เทา ซึง่เกณฑการตัดสินใจงานเปนดังภาพประกอบดานลางนี ้ 

 

 
 

(2) คาการเยื้องในแนว X-Y (X-Y Dislocation) คือ คาการวาง Chip บน Pallet 

ของ Lead Frame ที่เยื้องออกไปจากตําแหนงศูนยกลางดังตัวอยางในภาพขางลาง 

(Specification X, Y < 100 um) โดยจะเลือกคา X หรือ Y คาใดคาหนึ่งที่มากกวามาเทียบกับ

ขอกําหนดของผลิตภัณฑ  
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(3) การทดสอบคา Die Shear จะทําโดย Die Shear Tester machine โดยคา 

Die Shear เปนตัวแปรที่บงบอกถึงความสามารถในการยึดติดระหวาง Chip กับ Die Pad โดยมี 

Specification คือ มากกวาหรือเทากับ 0.8 Kgf. 

 

 

1/3 ของความหนา Chip โดยวัดจาก Die pad
 

 

(4) แนวทางการทดสอบการนําวิธีการปรับปรุงทั้ง 2 ดาน โดยมีแนวทางดังภาพที่ 

4.8 โดยการทดลองใชตัวอยาง 40 Lead Frame  

 

ตั้งคาเครื่องจักรโดยใช Lead Frame 

เคลือบพลาสติก และวิธีการท่ีปรับปรุง

Auto run เครื่องจักร โดยใช 

Lead Frame จริงและ Ink Chip

นํางานท่ี Die bond แลวไปตรวจสอบ

และวัดคา Die shear, X-Y Dislocation 

และการกระจายตัวของ AG Paste

วิเคราะหผลการวัด

โดยเทียบกับ Spec เปนดัชนีช้ีวัด
 

 

ภาพที ่4.8 

แนวทางการทดสอบการนําวธิีการปรับปรุงทั้ง 2 ดาน 

 

 

Force 
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 (5) ผลที่ไดจากการตรวจสอบการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste 

distribution) จํานวน 40 L/F โดยการตรวจสอบ 100% 

 

ตารางที่ 4.3 

ผลทดสอบการกระจายตัวของ AG Paste 

 
Lead Frame 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
จํานวนงาน(IC) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
GOOD 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lead Frame 
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
จํานวนงาน(IC) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
GOOD 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lead Frame 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
จํานวนงาน(IC) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
GOOD 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lead Frame 
No 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL 
จํานวนงาน(IC) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 240 
GOOD 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 240 
NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

จากตารางที่ 4.2 ผลการตรวจสอบพบวาไมมีงานเสียที่เกิดจากการกระจายตัว

ของกาวประสาน (AG Paste) ผิดปรกติ ดังนั้นสามารถสรุปไดวา การตั้งคาเครื่องจักรโดยใช Lead 

Frame ที่เคลือบพลาสติก ไมสงผลตอการกระจายตัวของการกระจายตัวของกาวประสาน (AG 

paste) 

(6) ผลที่ไดจากการทดสอบ X-Y Dislocation จํานวน 40 L/F วัดคา lead frame 

ละ 4 ตัวอยาง โดยมีตําแหนงการวัดคาความเยื้องในแนว X-Y ดังแสดงในภาพที่ 4.7 และผลการ

วัดคาการเยื้องในแนวแกน X-Y (X-Y Dislocation) ดังตารางที่ 4.3 
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ภาพที ่4.9 

แสดงตําแหนงการวัดคาความเยื้องในแนว X-Y 

 

ตารางที่ 4.4 

แสดงผลการวดัคาการเยื้องในแนวแกน X-Y (X-Y Dislocation) 

 
ตําแหนงการวัด  ตําแหนงการวัด 

L/F No. 
1 2 3 4  

L/F No. 
1 2 3 4 

1 25.50 39.50 30.50 38.50  21 33.00 32.00 34.50 38.00 

2 16.00 19.00 20.00 17.00  22 2.50 7.50 7.50 47.00 

3 28.50 13.00 15.50 34.00  23 13.50 7.00 16.00 13.00 

4 25.00 21.00 16.50 11.50  24 6.50 11.00 25.50 5.00 

5 23.00 18.00 27.50 11.50  25 5.00 14.00 15.50 10.50 

6 11.50 11.00 26.00 27.50  26 5.50 5.50 26.50 6.00 

7 37.50 23.50 25.50 20.00  27 3.00 7.00 28.50 10.50 

8 9.00 13.50 21.00 15.50  28 29.50 35.50 23.50 35.00 

9 32.00 11.50 14.00 15.50  29 24.50 25.00 26.50 20.00 

10 29.50 32.50 18.00 19.00  30 19.00 27.00 14.00 16.00 

11 14.00 21.50 19.50 13.00  31 5.00 13.00 33.00 27.00 

12 33.50 38.50 43.00 46.00  32 32.00 34.00 22.50 12.50 

13 19.50 10.00 22.50 17.00  33 22.00 30.00 21.50 15.50 

14 16.50 17.00 34.50 14.50  34 28.00 32.00 14.50 37.00 

15 6.00 14.50 23.50 27.50  35 23.00 11.50 2.00 26.50 

16 1.00 16.50 14.00 18.50  36 12.50 22.50 9.50 6.50 

17 11.00 25.00 17.50 12.00  37 15.00 20.50 22.00 17.50 

18 16.50 23.50 25.00 22.00  38 6.000 5.000 9.500 25.000 

19 9.50 9.00 17.50 9.00  39 11.000 10.500 25.500 20.500 

20 18.50 29.00 32.50 32.50  40 11.500 3.500 20.000 16.500 
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จากผลการวัดคาในตารางที่ 4.3 โดยเทียบกับขอกําหนดและเสนควบคุมแลว 

ผลลัพธคือการวัดคาการเยื้องในแนวแกน X-Y (X-Y Dislocation) ผานขอกําหนดและเสนควบคุม

ทั้งหมดทุกคา โดยปกติแลวตัวแปรนี้ไมไดมีการควบคุมดวยกระบวนการทางสถิติ (Statistical 

Process Control, SPC) แตในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการคํานวณหาคาความสามารถของ

กระบวนการ (Process capability, Cpk) ดวยเพื่อตรวจสอบความสามารถของกระบวนการ โดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการคํานวณหาคา Cpk ซึ่งผลที่ไดคือ Cpk = 3.44 ซึ่งมีคามากกวา 

1.67 แสดงถึงกระบวนการมีประสิทธิภาพ โดยเทียบกับขอกําหนดของผลิตภัณฑ (Specification)  

< 100 ไมครอน 

 
  

ภาพที ่4.10 

แสดง Process capability analysis ของคา X-Y Dislocation 

 

(7) ผลที่ไดจากการทดสอบการวัดคา Die Shear การทดสอบจะทดสอบ โดยสุม

ใน lead frame จํานวนตัวอยาง lead frame ละ 3 ICs โดยสุมทั้งหมด 40 Lead frame ซึ่งมีผล

การสุมการวัดคา Die Shear แสดงดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.5 

แสดงผลการวดัคาการทดสอบ Die Shear 

 

Sample 
No. IC1 IC2 IC3 

Sample 
No. IC1 IC2 IC3 

1 2.590 3.347 3.252 21 1.946 2.369 2.136 

2 1.728 2.131 2.271 22 1.728 1.849 1.935 

3 2.814 2.480 2.309 23 2.060 2.361 2.531 

4 2.631 1.716 2.125 24 2.699 2.527 1.902 

5 1.669 2.312 1.986 25 2.346 2.523 2.463 

6 2.597 2.352 3.195 26 1.864 1.896 1.980 

7 2.490 2.691 2.606 27 2.944 2.299 1.730 

8 1.727 2.248 2.451 28 2.209 1.832 2.380 

9 2.621 1.719 2.682 29 2.411 2.465 2.024 

10 2.764 2.248 2.355 30 1.980 2.113 1.752 

11 2.378 2.034 2.060 31 1.828 2.093 2.557 

12 2.483 2.454 2.029 32 1.851 1.862 1.892 

13 2.005 1.968 2.421 33 1.917 2.008 1.735 

14 1.996 2.014 2.575 34 1.890 1.791 1.976 

15 2.131 1.862 1.971 35 2.480 2.868 2.151 

16 1.704 1.899 1.960 36 2.732 2.627 2.532 

17 2.678 2.164 1.887 37 2.907 2.626 2.260 

18 1.737 1.917 2.509 38 1.701 2.579 2.416 

19 1.852 2.762 2.438 39 2.532 2.349 2.708 

20 1.953 1.816 1.899 40 2.167 2.059 2.124 

  

 จากผลการสุมวัดคาในตารางที่ 4.4 โดยเปรียบเทียบกับขอกําหนด(> 0.8 Kg.f) แลว

พบวาคา Die shear ผานขอกําหนดทั้งหมดทุกคา โดยปกติแลวตัวแปรคา Die shear นี้ไมไดมีการ

ควบคุมดวยกระบวนการทางสถิติ (Statistical process control, SPC) แตในการศึกษาครั้งนีไ้ดทาํ
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การคํานวณหาคาความสามารถของกระบวนการผลิต (Process capability, Cpk) ดวย เพื่อ

ตรวจสอบความสามารถของกระบวนการ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการคํานวณหาคาความ 

สามารถของกระบวนการผลิต (Process capability, Cpk) ซึ่งผลที่ไดคือ Cpk = 1.58  ซึ่งมากกวา 

1.33 แสดงถึงกระบวนการมีประสิทธิภาพปานกลาง โดยเทียบกับขอกําหนดของผลิตภัณฑ 

(Specification) ที่ตองมีคามากกวาหรือเทากับ  0.8 Kg.f 

 

 
 

ภาพที ่4.11 

แสดง Process capability analysis ของคา Die Shear 

 

4.2 สรุปผล กอนและหลงัการปรับปรุง 

จากที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินการทัง้กอนและหลงัการปรับปรุงการใช

วัตถุดิบ Lead Frame อยางตอเนื่อง สามารถสรุปผลของการทิ้ง Lead frame ไดดังตารางที่ 4.5 

และตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 

แสดงปริมาณการทิง้ Lead frame แยกประเภทกอนและหลังการปรับปรุง 

Lead Frame กอนปรับปรุง 

Item Apr'08 May'08 Jun'08 Jul'08 Aug'08 Sep'08 

T/C (pcs) 160 146 105 170 175 103 

Jamming(M/C Error) 18 2 141 24 15 31 

Set up M/C (pcs) 64 68 53 29 30 60 

M/C Down (pcs) 7 4 13 12 11 0 

Others (pcs) 0 2 7 10 11 6 

Total 249 222 319 245 242 200 

% Material yield 98.50% 98.89% 98.00% 98.19% 98.23% 98.56% 

Actual request (pcs) 16569 19922 15957 13533 13701 13901 

Input(KIC) 431.99   460.89  392.40  319.00  312.00       320.00  

%Target 99.45% 99.45% 99.45% 99.45% 99.45% 99.45% 

Lead Frame หลังปรับปรุง   

Item Oct'08 Nov'08 Dec'08 Jan'09 Total 

T/C (pcs) 31 15 6 4 56 

Jamming(M/C Error) 13 4 1 0 18 

Set up M/C (pcs) 8 2 8 0 18 

M/C Down (pcs) 8 12 0 15 35 

Others (pcs) 9 19 4 0 32 

Total 69 52 19 19         159  

% Material yield 99.61% 99.55% 99.68% 99.90% 99.70% 

Actual request(pcs) 17,637  11,627  5,991  18,272   53,527  

Input(KIC)        400          228            162             50             840  

%Target 99.45% 99.45% 99.45% 99.45%   
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ตารางที่ 4.7 

แสดงปริมาณการทิง้ Lead frame กอนและหลังการปรับปรุง 

 

  กอนปรับปรุง 

เดือน Apr'08 May'08 Jun'08 Jul'08 Aug'08 Sep'08 
คาเฉล่ีย 

สัดสวนการทิ้ง lead frameจาก

สาเหตุ T/C 0.97% 0.73% 0.66% 1.26% 1.28% 0.74% 0.94% 

สัดสวนการทิ้ง lead frameจาก

สาเหตุ Set up M/C 0.39% 0.34% 0.33% 0.21% 0.22% 0.43% 0.32% 

สัดสวนการทิ้ง lead frame  

รวมทุกสาเหตุ 1.50% 1.11% 2.00% 1.81% 1.77% 1.44% 1.61% 

  หลังปรับปรุง 

เดือน Oct'08 Nov'08 Dec'08 Jan'09 Feb'09 Mar'09 
คาเฉล่ีย 

สัดสวนการทิ้ง lead frameจาก

สาเหตุ T/C 0.18% 0.13% 0.10% 0.02%     0.11% 

สัดสวนการทิ้ง lead frameจาก

สาเหตุ Set up M/C 0.05% 0.02% 0.13% 0.00%     0.05% 

สัดสวนการทิ้ง lead frame  

รวมทุกสาเหตุ 0.39% 0.45% 0.32% 0.10%     0.31% 

 

 จากตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6 สามารถสรุปไดวาสัดสวนการทิ้ง lead frame จาก

สาเหตุ Type change และจากสาเหตุการตั้งคาเครื่องจักร (Setup M/C) มีสัดสวนที่ลดลงเหลือ

เทากับ 0.11% และ 0.05% ตามลําดับ นอกจากนี้สัดสวนการทิ้งโดยรวมลดลงเหลือเทากับ 0.31% 

 พิจารณาภาพที่ 4.3 กราฟแสดงแนวโนมสัดสวนการทิ้ง Lead frame ทั้งกอนและ

หลังหารปรับปรุงผลคือ กราฟหลังการปรับปรุงมีแนวโนมลดลงจากชวงกอนปรับปรุง แสดงใหเห็น

วาหลังการปรับปรุงมีผลลัพธทางดานสัดสวนการทิ้ง lead frame ที่ดีข้ึน  
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กราฟแสดงสัดสวนการทิ้ง lead frame จากเดือน Apr'08 - Jan'09
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สัดสวนการทิ้ง lead frame  รวมทุกสาเหตุ

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง

 

ภาพที ่4.12 

กราฟแสดงแนวโนมสัดสวนการทิง้ Lead frame กอนและหลังการปรับปรุง 

 

พิจารณาจากตารางที่ 4.7 เปนการเปรียบเทียบตนทุนที่เกิดขึ้นตอหนวยจากการทิ้ง 

Lead frame กอนและหลังการปรับปรุงสามารถสรุปผลไดวาตนทุนที่เกิดจากการทิ้ง lead frame 

ตอหนวยลดลงจาก 0.0281 บาท/หนวย ในชวงเดือน ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551 และ 0.0409 

บาท/หนวย ในชวงเดือนเมษายน-กันยายน 2552 เหลือ 0.0118 บาท/หนวย ซึ่งบรรลุเปาหมาย

ที่ตั้งไวที่ 0.0140 บาท/หนวย 
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ตารางที ่4.8 

เปรียบเทยีบตนทนุทีเ่กิดขึ้นตอหนวยจากการทิง้ L/F กอนและหลงัการปรับปรุง 

 

สาเหตทุี่สูญเสีย จํานวน(LF) 
ตนทุน(62 ฿/

LF) สงผลเกิดตนทุนตอ IC(฿)
  ชวงเวลากอนปรับปรงุ Oct'07-Mar-08 

Type Change 855 53010 0.0140
Set up M/C 592 36704 0.0097
Jamming (M/C Error) 144 8928 0.0024
M/C Down 85 5270 0.0014
Others 36 2232 0.0006

รวม 1712
              
106,144  0.0281

Actual request ( pcs) 158531 Target 0.0140
Input(IC) 3776604     

  ชวงเวลากอนปรับปรงุ Apr'08-Sep'09 
Type Change 859 53258 0.0238
Set up M/C 231 14322 0.0064
Jamming (M/C Error) 304 18848 0.0084
M/C Down 47 2914 0.0013
Others 36 2232 0.0010

รวม 1477
                
91,574  0.0409

Actual request ( pcs) 93583     
Input(IC) 2236280     

  ชวงเวลาหลงัการปรับปรงุ Oct'08-Jan'09 
Type Change 56 3528 0.0042
Set up M/C 18 1134 0.0014
Jamming (M/C Error) 18 1116 0.0013
M/C Down 35 2170 0.0026
Others 32 1984 0.0024
รวม 159                  9,932 0.0118
Actual request ( pcs) 53527 Target 0.0140
Input(IC) 838263     

 

พิจารณาภาพที่ 4.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบตนทุนที่เกิดจากการทิ้ง Lead 

Frame ตอหนวย เปรียบเทียบระหวางกอน และหลังการปรับปรุงกระบวนการ และเปาหมายที่ตั้ง

ไว โดยสรุปไดวา ตนทุนที่สูญเสียจากการทิ้ง lead frame ตอหนวยกอนการปรับปรุงเทากับ 

0.0281 บาท/IC (ขอมูลชวงแรก) และ 0.0409 บาท/IC (ขอมูลชวงที่สอง) ลงลงเหลือเทากับ 

0.0118 บาท/IC ซึ่งลดลงต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวคือ 0.014 บาท/IC โดยต่ํากวาเปาหมายเปน

จํานวน 0.002 บาท/IC 
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ภาพที ่4.13 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบตนทนุที่เกิดจากการทิง้ Lead Frame ตอหนวย 

เปรียบเทยีบระหวางกอน และหลังการปรบัปรุงกระบวนการ และเปาหมายที่ตั้งไว 

 

 จากการติดตามผลอยางตอเนื่อง หลังจากไดทําการปรับปรุงกระบวนการใช Lead 

frame ที่กระบวนการผลิต Die Bond โดยการปรับวิธีการตั้งคาเครื่องจักร การเปลี่ยนไปใชวัสดุ

ทดแทน ทําใหสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 1. ตนทุนที่สูญเสียจากการทิ้ง lead frame ตอหนวยลดลงจาก 0.0281 บาท/IC 

(ขอมูลชวงแรก) และ 0.0409 บาท/IC (ขอมูลชวงที่สอง) เปน 0.0118 บาท/IC ซึ่งลดลงต่ํากวา

เปาหมายที่ตั้งไวคือ 0.014 บาท/IC โดยต่ํากวาเปาหมายเปนจํานวน 0.002 บาท/IC  

 2. สัดสวนการทิ้ง lead frameจากสาเหตุ T/C ลดลงจากชวงเวลากอนหนา จาก 

0.94% เปน 0.11 % 

 3.  สัดสวนการทิ้ง lead frameจากสาเหตุ Set up M/C ลงลงจากชวงเวลากอนหนา 

จาก 0.32% เปน  0,05% 

 4.  สัดสวนการทิ้ง lead frame รวมทุกสาเหตุทั้งหมด ลงลงจากชวงเวลากอนหนา 

จาก 1.61% เหลือ 0.31% 
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4.3 ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุง 

กราฟแสดงการสูญเสียหลังจากมีการปรับปรุงตนทุนตอ IC หนึ่งชิ้นจากการทิ้ง lead frame 

โดยแยกตามสาเหตุและเปรียบเทียบกับตนทุนตอ IC สะสม

(ขอมูลชวงเดือน Oct'08 - Jan'09)0.0042
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ภาพที ่4.14 

กราฟแสดงการวิเคราะหแบบ Pareto เปรียบเทยีบตนทนุ 

ที่เกิดขึ้นจากการทิ้ง Lead frame แตละสาเหต ุ

ภาพที่ 4.5 แสดงการสรุปผลไดวาการปรับปรุงการทิ้ง lead frame จากสาเหตุ Type 

change และ สาเหตุ Setup M/C ผลที่ไดคือลําดับตนทุนตาม pareto analysis ของสาเหตุการทิ้ง 

lead frame จากการ setup M/C เล่ือนจากลําดับ 2 เปนลําดับที่ 4 โดยมีสัดสวนประมาณ 12% 

สวนจากสาเหตุ Type change นั้นลําดับเปนลําดับแรกเชนเดิม แตสัดสวนลดลงจากเดิม 49% 

เปน 36%   

ภาพที่ 4.6 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบตนทุนที่เกิดขึ้นกับวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ที่แสดงถึง

สัดสวนตนทุนที่เกิดจากการทิ้งวัตถุดิบ 3 ชนิด ไดแก Lead frame, AG Paste และ Resin ซึ่งกอน

ปรับปรุงสัดสวนของตนทุนที่เกิดจากการทิ้ง Lead frame สูงถึง 82% แตหลังจากปรับปรุงแลว

ลดลงเหลือ 52% โดยประมาณ 

ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงผลของ Product Yield ของกระบวนการผลิต Die Bond และ 

Overall yield สรุปได Product Yield ของกระบวนการผลิต Die Bond และ Overall yield ทั้งกอน

และหลังการปรับปรุง ไมมีความแตกตางกัน นั่นแสดงวาการปรับปรุงกระบวนการใช lead frame 
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ในเรื่องของ การเปลี่ยนการใช lead frame จริงในการตั้งคาเครื่องจักรมาเปน การใช lead frame 

เคลือบพลาสติกใส ไมสงผลกระทบตอ Product yield ของกระบวนการผลิต Die Bond และ 

Overall yield. 

 

กราฟแสดงตนทุนรวมจากการทิ้งวัตถุดิบและเปอรเซ็นตสะสม
กอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
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ภาพที ่4.15 

กราฟแสดงผลเปรียบเทยีบตนทนุทีเ่กิดขึ้นกับวัตถุดิบชนดิอื่นๆ 
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ภาพที ่4.16 

กราฟแสดงผลของ Product Yield ของกระบวนการผลิต Die Bond และ Overall yield 
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	(1) สนับสนุนองค์กรให้มีการนำแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน 
	(2) ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ประสบผลสำเร็จระดับมาตรฐานโลก 
	(3) กระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
	(4) แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการการทำงาน ต่อไป  

	2.1.2 ประโยชน์ต่อองค์กร 
	(1) องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท จะได้รับผลจากการตรวจประเมินตนเอง โดยผู้บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด บ้าง   เพื่อสามารถกำหนดว๊ะการและเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ 
	(2) องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก หลายสาขาอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ  
	(3) องค์กรสามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
	(4) ทุกองค์กรที่เสนอเข้ารับรางวัล องค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและ จุดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์ มากขึ้นต่อไป 

	2.1.3 จุดประสงค์ 
	(1) ช่วยในการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ขององค์กร 
	(2) กระตุ้นให้มีการสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างองค์กรต่างๆ 
	(3) สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการการดำเนินการขององค์กร รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ 
	(4) การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม 
	(5) การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นเสมอให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร 
	(6) เพิ่มพูนการเรียนรู้และพัฒนาขององค์กรและของแต่ละบุคคล 

	2.1.4 ค่านิยมหลักและแนวคิด 
	2.1.5 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ  
	สามารถจัดแบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกันคือ   
	(1) หมวด 1 การนำองค์กร   
	(2) หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
	(3) หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
	(4) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
	(5) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
	(6) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
	(7) หมวด 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

	2.1.6 ระบบการให้คะแนน 
	(1) กระบวนการ หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อกำหนดต่างๆ ของหัวข้อในหมวด 1 - 6 ปัจจัยทั้ง 4 (A-D-L-I) ที่ใช้ประเมินกระบวนการ ได้แก่ 
	(2) ผลลัพธ์ หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร ในการบรรลุตามข้อกำหนดในหัวข้อ 7.1 ถึง 7.6 ปัจจัยทั้ง 4 (A-D-L-I) ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ 
	(3) คะแนนของหมวดและหัวข้อต่างๆ 
	(4) แนวทางการให้คะแนน 
	คะแนน



	2.2 หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ (110 คะแนน) 
	2.2.1 การออกแบบระบบงาน (50คะแนน)  
	(1) ความสามารถพิเศษ 
	(2) การออกแบบกระบวนการทำงาน 
	(3) ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

	2.2.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (60 คะแนน)  
	(1) การจัดการกระบวนการทำงาน 
	(2) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 


	2.3 ตัวอย่างงานวิจัยของบริษัทกรณีศึกษา TQA Best Practice  
	2.3.1 บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด (Thai Acrylic Fiber Co.,Ltd; TAF)   
	(1) การจัดการกระบวนการของ TAF 

	2.3.2 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (Thai Paper Company Limited)  

	2.4 เทคนิคและเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้ 
	2.4.1 QC 7 Tools 
	(1) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 
	(2) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
	(3) แผนภาพพาเรโต้ (Pareto Diagram) 
	(4) กราฟ (Graph) 
	(5) ฮีสโทแกรม (Histogram) 
	(6) แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) 
	(7) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

	2.4.2 การป้องกันความผิดพลาด (Poka yoke) 
	Pokayoke หมายถึงการป้องกันความผิดพลาดล่วงหน้า แทนการยอมรับว่าจะต้องมีชิ้นส่วนชำรุดเป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ หรือแทนการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นเพื่อป้องกันความผิดพลาด อุปกรณ์ที่เป็น Pokayoke ถูกพัฒนาเพื่อป้องกันความเสียหายแต่เนิ่นๆ เป้าหมายก็คือ ความเสียหายเป็นศูนย์ และเมื่อมีชิ้นส่วนเสียหายหรือชำรุดในระบบการผลิตแบบพอเหมาะ ระบบจะหยุดชั่วคราวจนกว่าจะหาข้อผิดพลาดได้ และเมื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว อุปกรณ์หรือกระบวนการ Pokayoke จะถูกติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก อุปกรณ์ Pokayoke ส่วนใหญ่จะเป็นแท่นยึดจับหรือเซ็นเซอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานมีการวางตัวอย่างถูกต้อง และผลิตได้อย่างถูกต้อง อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีราคาถูกๆ จนถึงแบบแพงมาก ขึ้นกับสถานการณ์และระบบการผลิตนั้นๆ ตัวอย่างของอุปกรณ์ Pokayoke แบบง่ายแสดงดังภาพที่ 2.10  

	2.4.3 เทคนิคการคิดหาวิธีการปรับปรุงงานแบบ ECRS 
	(1) ขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น (Eliminate) เป็นการขจัดงานหรือขั้นตอนที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า เช่นการขจัดมูดะ 7 ประการ ได้แก่ การผลิตมากเกินไป การเก็บของที่ไม่จำเป็น การขนส่ง/ ขนย้าย/ขนถ่ายที่ไม่จำเป็น การเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง กระบวนการทำงานขาดประสิทธิภาพ การรอคอย การผลิตของเสีย/ แก้ไขของเสีย 
	(2) หาวิธีการจับมารวมกัน (Combine) เป็นการรวมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติที่คล้ายกันรวมเป็นขั้นตอนเดียวกัน เช่น การรวมกระบวนการย่อยๆหลายกระบวนการมาเป็นขั้นตอนเดียว 
	(3) จัดเรียงใหม่ (Rearrange) เป็นการนำข้อมูลการวิเคราะห์มาจัดลำดับขั้นตอนระบบงานใหม เช่น การสลับขั้นตอนการทำงานให้มีการทำงานที่ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
	(4) การทำให้ง่ายขึ้น (Simplify) เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดขั้นตอนและการทำงานที่สะดวกขึ้น เช่น การมีอุปกรณชวย เปลี่ยนวิธีการหรือหลักการ 

	2.4.4 แผนภูมิกระบวนการ (Work flow process chart) 
	แผนภูมิกระบวนการ Work flow process chart คือ เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่แยกแยะขั้นตอนการไหลของงานกระบวนการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงสถานะของเวลาที่ใช้หรือระยะทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือการศึกษาเรื่องการวัดการใช้เวลาและการเคลื่อนไหวของงาน Time And Motion Study โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากลักษณะงานใน 5 ประเด็นดังตารางที่ 2.7 
	2.4.5 เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis 


	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย 
	3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กรกรณีศึกษา 
	3.2 กระบวนการผลิตชิ้นงาน Low Profile Quad Flat Package 120 Pin (LQFP120P) 
	3.2.1 ขั้นตอนกระบวนการผลิตชิ้นงาน LQFP120P  

	3.3 การประเมินและวิเคราะห์ช่องว่าง(Gap Analysis)  
	3.4 ระบุหัวข้อประเด็นการพัฒนา 
	3.5 วิเคราะห์ปัญหา 
	3.5.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
	3.5.2 บ่งชี้ประเด็นปัญหา 
	3.5.3 การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 
	3.5.4 การจำแนกปัญหาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 


	 ผลของการวิจัย 
	4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบและการดำเนินการปรับปรุง 
	4.1.1 ปัจจัยที่ 1 วิธีการ setup ใช้ Lead frame จำนวนมาก  
	                    วิธีการตั้งค่าเครื่องจักรในปัจจุบัน มีการตั้งค่าโดย คำนึงถึงตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพงาน ได้แก่ ค่าความเยื้องในแนว X-Y (X-Y Dislocation) และค่าการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste distribution)  
	                    
	ภาพที่ 4.1 
	ภาพที่ 4.2 
	4.1.2 ปัจจัยที่ 2 Lead Frame ใช้ตั้งค่าได้ครั้งเดียว, ปัจจัยที่ 3 วิธีการตั้งค่าใช้ Lead Frame แล้วต้องทิ้ง และปัจจัยที่ 4 การใช้ LF จริงในการตั้งค่าเครื่องจักร 
	4.1.3 ทดลองนำการปรับปรุงทั้ง 2 ด้าน ไปทดสอบใช้งาน 
	                    เป็นการทดลองนำวิธีการการปรับปรุงทั้ง 2 ด้าน คือ วิธีการตั้งค่าเครื่องจักร และการใช้ Lead frame เคลือบพลาสติกใสแทน Lead frame จริง ไปทดสอบใช้งาน โดยวิเคราะห์ผลในด้านคุณภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งมีตัวแปรที่สำคัญคือ  
	(1) การตรวจสอบการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste)   มีการควบคุมคุณลักษณะ คือ ต้องมีกาวประสาน (AG Paste) ออกมาด้านข้าง chip ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ด้าน ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลแบบ attribute การตรวจสอบจะใช้การตรวจผ่านกล้องไมโครสโคปที่กำลังขยาย 20 เท่า ซึ่งเกณฑ์การตัดสินใจงานเป็นดังภาพประกอบด้านล่างนี้  


	4.2 สรุปผล ก่อนและหลังการปรับปรุง 
	4.3 ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุง 

	บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะในอนาคต 
	5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวทางการปรับปรุง 
	5.1.1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสูญเสีย Lead frame คือ 
	5.1.2 แนวทางการปรับปรุง 

	5.2 ผลการปรับปรุงกระบวนการ 
	5.3 ผลการดำเนินการที่เชื่อมโยงไปยังเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหมวดอื่นๆ 
	 (1) จากการที่ได้มีการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบลง ส่งผลต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลงด้วย นั่นทำให้สามารถลดราคาสินค้าลดลงได้ เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น (การเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 3 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า) 
	 (2) เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ร่วมกันและยังสามารถนำความรู้และแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรได้  (เชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 4 การจัดการความรู้) 
	 (3) จากการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ มีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการใช้ความรู้ในการที่มีอยู่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้กระบวนการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้เป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของพนักงาน  (เชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านการใช้ความรู้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล) 
	 (4) การที่สามารถลดต้นทุนของการใช้วัตถุดิบ Lead frame ลงได้ ส่งผลถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยรวมลดลงด้วย ซึ่งทำให้สัดส่วนกำไรเพิ่มมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความสามารถในด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจอีกทางหนึ่ง (เชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางด้านธุรกิจ)   
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